
成都市经济和信息化局

关于征集2026年“揭榜挂帅”（脑机接口方向）项目需求的通知

各区（市）县工业和信息化主管部门，相关部门（单位）：

为深入贯彻落实市委市政府关于加快布局未来产业赛道的决策部署，加快脑机接口从技术突破走向产业落地，在第一批征集基础上，现开展第二批“揭榜挂帅”项目需求征集，重点面向脑机接口领域，进一步拓展更多应用场景的开放与示范，采用“揭榜挂帅”方式支持企业标志性产品打造和创新产品示范应用，现将2026年第二批“揭榜挂帅”项目需求征集摸底工作有关事项通知如下。

一、征集内容

围绕脑机接口方向，支持企业布局一批核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用创新任务，发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。

二、征集程序

（一）申报企业或联合体牵头企业按照要求填写《2026年脑机接口“揭榜挂帅”项目需求征集表（第二批）》（附件）并报送至注册地区（市）县工业和信息化主管部门。申报单位对资料的真实性和完整性负责。

（二）相关部门（单位）请收集分管领域需开展“揭榜挂帅”项目；区（市）县工业和信息化主管部门应广泛宣传、积极动员，做好辖区内“揭榜挂帅”项目需求征集和初审推荐，并请于2026年9月17日17:00前将项目需求征集表（电子版Excel）汇总后报送至我局未来产业处，相关部门（单位）如无需求可不报送。

（三）市经信局市新经济委将对原始清单按照产业进行分类梳理，组织专家开展充分论证，择优凝练形成“揭榜挂帅”榜单并公开发榜。

三、联系方式

联系人：未来产业处 罗云澜，61881635、18111241860（蓉政通同号），邮箱：cdjxjwlc@chengdu.gov.cn；

附件：2026年脑机接口“揭榜挂帅”项目需求征集表（第二批）

成都市经济和信息化局
2026年9月11日

附件
2026年脑机接口“揭榜挂帅”项目需求征集表（第二批）

区（市）县主管部门：   （盖章）                         时间：

	序号
	牵头单位名称
	项目建议名称
	项目类别
	所属产业领域
	攻关内容介绍（500字内）
	“揭榜挂帅”理由

（500字内）
	预期目标
	项目投资估算
	项目建设起止月份
	企业联系人及联系方式

	
	
	
	
	
	
	（国内外现状、市场规模、预期成效等）
	（预期目标：到20xx年，研发/实现xxxxx；指标xxxxx）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.项目类别，包括核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用四类。

2.为避免项目资金碎片化，项目总投资金额需在500万元及以上。
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